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北京君正集成电路股份有限公司 

关于签署重大投资框架协议的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

特别提示： 

1、本次签订的为框架协议，具体的合作事宜尚存在不确定性。 

2、本框架协议的签署对公司2016年度的营业收入、净利润等不构成重大影

响。 

3、最近三年无披露的框架协议。 

 

2016年12月18日，北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）与

对手方筹划重大事项，该事项可能涉及公司对外投资。由于该事项具有不确定性，

经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：北京君正；证券代码：300223）

于2016年12月19日（星期一）上午开市起停牌。 

经多次谈判协商，目前公司已与交易对手方签署了相关协议，具体情况如下： 

一、协议的基本情况 

1、协议签订的基本情况 

公司拟通过发行股份及支付现金方式并购北京豪威科技有限公司（以下简称

“北京豪威”），为使并购完成后北京豪威有一个长期稳定的经营场所，公司拟购

买由北京中关村集成电路设计园发展有限责任公司（以下简称“集成电路设计

园”）开发建设的办公楼。经北京君正、北京豪威和集成电路设计园友好协商，

2016年12月30日，就购买事宜三方签订了《框架协议》。 

2、协议对方的基本情况 

企业名称：北京中关村集成电路设计园发展有限责任公司 

成立日期：2015年02月05日 



注册资本：100000万元 

法定代表人：苗军 

住所：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园信息中心二层南第二间 

经营范围：房地产开发；销售自行开发后的商品房；出租办公用房；物业管

理；从事房地产经纪业务；计算机系统服务；项目投资；投资管理；资产管理；

技术开发、技术转让、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；

依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事

本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 

集成电路设计园与公司及北京豪威无关联关系。 

3、签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序 

目前，三方就购买集成电路设计园办公楼事项达成初步意向，并签订了《框

架协议》，由于该事项涉及金额较大，待公司董事会、股东大会审议通过后，方

可签订正式购买协议并办理后续事宜。 

二、协议的主要内容 

1、购买房屋位于海淀区中关村永丰产业基地，用地性质为 B2 商务用地，

实际购买总建筑面积为 8966.87 ㎡（本面积为预测面积，最终以北京市建委备

案面积为准），总价 344,067,051 元。 

2、本协议有效期为：自协议生效之日起至 2017 年 3 月 30 日止。三方应在

有效期截止前签署正式购买协议。 

3、公司应于 2016 年 12 月 30 日上午 12 时前缴纳人民币 5,000,000 元作为认

购定金，该定金将在签署正式买卖合同时转为购房款，如双方无法协商一致，公

司放弃购买集成电路设计园房屋事宜，集成电路设计园将在公司提交申请后 7

个工作日内，将此认购定金全额无息退还公司。 

4、鉴于公司、北京豪威的重大资产重组需统一安排资金的使用和调配，集

成电路设计园同意三方签署正式协议后，根据公司、北京豪威实际资金安排情况，

对房屋价款进行分期付款，具体分期付款情况以三方签署正式购买协议时协商一

致的条款为准。 

5、本协议自三方签字盖章之日起生效，至 2017 年 3 月 30 日终止。 

6、三方如一致同意延长有效期，需在协议有效期到期前签署书面补充协议，



否则三方应在 2017年 3月 30日前就具体入园事宜进行最终商议，并签署正式《北

京市商品房预售合同》。 

7、凡因本合同所引起的双方违约责任或与本合同有关的任何争议，应由双

方当事人通过友好协商解决。如果不能协商一致，集成电路设计园、北京君正双

方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向北京仲裁委员会依该会仲裁规则申

请仲裁，该仲裁裁决具有终局性，对双方均具有约束力。 

三、对公司的影响 

北京中关村集成电路设计园项目是按照北京市集成电路产业“北设计、南制

造，京津冀协同发展”的布局设立的国家级专业特色园区。园区集芯片设计、基

础软件、物联网、云计算、智能硬件为主体，将打造产业生态圈、企业生态圈、

资源生态圈、智慧生态圈等四大生态系统，面向全球 IC 设计企业提供全生命周

期成长空间，助力企业向国际化企业高速迈进。北京豪威入驻后，在改善办公及

设计环境的同时，将享受更好的园区协同效应和产业、市场发展空间，并有助于

北京豪威获得更多的产业扶持政策，有利于公司及北京豪威今后的统一战略规划

和长远发展，同时将进一步提升公司的综合竞争能力和后续发展能力。 

四、重大风险提示 

1、本次签订的为框架协议，属于三方合作意愿的框架性约定，具体的购买

事宜尚存在不确定性。 

2、公司将在董事会、股东大会审议通过之后签署正式的购买协议并实施购

买事项。 

公司将根据该事项后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广

大投资者谨慎决策，注意投资风险。 

 

特此公告。 

 

北京君正集成电路股份有限公司 

董事会 

二○一六年十二月三十日 

 




